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附件 2：

《半导体晶圆划片机》

团体标准编制说明

一、工作简况

1.1 工作任务来源

晶圆划片机是一种高精度的切割设备，其工作原理主要是利用刀片对晶圆表面进行高速旋

转切割。在划片过程中，刀片与晶圆表面产生摩擦，通过控制刀片的旋转速度和切割深度，实

现对晶圆的精确加工。

具体来说，晶圆划片机通常采用金刚石刀片作为切割工具，金刚石刀片具有极高的硬度和

耐磨性，能够保证划片过程中的精度和稳定性。同时，通过精确控制刀片的旋转速度和切割深

度，可以实现对晶圆表面的高效加工，提高晶圆的加工效率和良品率。

随着国内半导体生产能力的提高，划片机市场的需求也在逐渐增加。在市场定位上，划片

机可以应用于半导体芯片和其他微电子器件的制造过程中。具体来说，在半导体行业中，划片

机主要用于生产晶圆，将含有很多芯片的 wafer 晶圆分割成晶片颗粒。在全球划片机市场中，

2020 年市场规模达到了 17 亿美元，预计到 2029 年将达到 25 亿美元，年复合增长率（CAGR）

为 5.4%。其中，砂轮划片机占有较大市场份额，约 51%。为了规范半导体晶圆划片机的生产和

使用，满足行业发展需求，特制定本标准。通过制定《半导体晶圆划片机》团体标准，规范行

业行为，提高产品质量，促进技术创新，推动行业的健康发展。

1、行业需求：随着国内半导体生产能力的提高，划片机市场的需求也在逐渐增加。以确

保产品质量的一致性和稳定性 2. 技术发展：划片机技术不断进步，需要制定标准来引导和规

范新技术的应用。3. 政策推动：国家对半导体产业的支持政策促使相关标准的制定，以提升

整个产业化水平。

经标准起草组及专家组多次调研论证，根据《团体标准管理规定》有关规定，特立项本系

列标准。标准项目计划编号为 T/CASME-XXX-2024。

1.2 主要工作过程

1.2.1 主要参加单位

本标准主要起草单位：沈阳和研科技股份有限公司、江苏京创先进电子科技有限公司、北
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京中电科电子装备有限公司、合肥艾凯瑞斯智能科技有限公司、苏州赛尔科技有限公司、锦矽

半导体（上海）有限公司、南通伟腾半导体科技有限公司、光力科技股份有限公司、通标国华

标准技术咨询（北京）有限公司等。起草单位主要参与草案的修改，测试方法验证等标准工作。

1.2.2 工作分工

1.2.2.1 第一次工作会议

2024 年 10 月 23 日，线上开启《半导体晶圆划片机》标准的启动会议。沈阳和研科技股

份有限公司研发部部长石文宣讲了《半导体晶圆划片机》的标准草案，多家参编单位共同讨论。

经讨论形成以下意见：

1.标准名称建议更改为《半导体砂轮划片机技术规范》。

2.第 4.1 条使用条件条款加上洁净度要求等。

1.2.2.2 工作进度安排

2024 年 8 月—9月，项目市场调研。

2024 年 10 月，开启立项论证会议，项目申报立项。

2024 年 11 月，编写团体标准项目草案，召开标准启动会。

2025 年 2 月，公开征求意见。

2025 年 3 月，召开编制组内部讨论会议。

2025 年 4 月，召开标准审定会。

2025 年 5 月，报批，发布。

二、标准编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前电

机铸铝转子的现状，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和

起草规则》的规定及相关要求编制。

三、标准主要内容的确定

技术要求

外观要求

划片机表面应平整、光滑，不应有明显的凹痕、划伤、裂纹、变形、污染和锈蚀等缺陷；

表面涂覆层应均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损等缺陷；

划片机的金属部件不应有尖角、毛刺、锈蚀以及其他机械损伤等缺陷；

划片机的零部件应紧固，无松动；水、气工作回路应连接正确、可靠、牢固，不应存在泄
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漏等缺陷；

划片机的各种指示符号、标志及文字应清晰、端正，并符合国家有关标准的规定；

电气功能要求

划片机的显示器应清晰、反应灵敏、准确，无余晖；

电气开关、按钮和其他控制部件应定位准确、灵活可靠，设备配置的控制系统应为最新版

本或符合合同约定的版本；

划片机在压缩空气、冷却水、真空压力及其他基础参数不符合的情况下，其对应的保护功

能应能立即开启，主轴立即停转，运动部件立即停止，显示器应能显示报警类型；

主轴在静止及运动过程中，旋转应平稳无卡滞；

划片机的防护门开关应顺畅无卡滞，具有限位保护开关，具有联锁保护功能；

划片机应具有切割冷却水调节功能，切割水的最大流量应满足：

——前后喷水流量≥2L/min；

——侧面喷水流量≥1.2L/min。

划片机的工件真空承载装置应平稳安全，其真空压力值应保持在－（80-90）kPa 之间；

划片机的转动丝杠运行应灵活、平稳、协调、无异响，动作准确；

划片机应具有测高功能，测高过程应顺畅，不应卡顿，不应滞后及滑动。对同一位置连续

测高三次其测高结果应≤10μm；

精度要求

划片机的精度应满足表 5的要求：

表 5 划片机精度要求

序号 检验项目 精度值

1 X 导轨与 Y导轨的垂直度误差（μm） ≤5

2
空气静压电主轴端面与 X 导轨的平行

度误差（μm）
≤2

3 X.Y导轨与承片台的平行度误差（μm）

加工尺寸Φ150mm：≤6

加工尺寸Φ200mm：≤8

加工尺寸Φ300mm：≤10
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划片机在出厂前应进行划切测试并满足表 6的精度要求：

表 6 划片机划槽精度要求

4 Z 轴重复定位误差（μm) ≤2

5 承片台旋转定位误差 ≤9″(0.0025°)

6 承片台旋转重复定位误差 ≤7.2″(0.002°)

7 Y 轴单步步进误差（μm） ≤3/5mm

8 Y 轴全程定位误差（μm） ≤5

9 空气静压电主轴安装砂轮刀片处的精度

（μm）

径向圆跳动 ≤2

端面圆跳动 ≤2

轴向窜动 ≤4

序

号
检验项目 检验条件 精度值

1 划槽宽度标准

硬刀 ≤刀片厚度的 1.1 倍

软刀：刀片厚度

≤200μm
≤刀片厚度+8μm

软刀：刀片厚度

≥200μm
≤刀片厚度+12μm

2 划槽直线度（μm）

划片尺寸：φ

150mm
≤3

划片尺寸：φ

200mm
≤5

划片尺寸：φ

300mm
≤8

3
划切刀口与显微镜基准线误差

（μm）

划片尺寸：φ

150mm
≤5

划片尺寸：φ

200mm
≤8

划片尺寸：φ

300mm
≤10
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洁净度要求

划片机在出厂前应进行清洁工作，其洁净度应符合客户或合同所约定的洁净要求；

无故障时间要求

划片机设备运行其连续无故障时间不小于 4小时；

储存要求

划片机在-10-40℃条件下储存 2h，恢复 2h 后应能正常工作。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

经查，暂无相同类型的国际标准与国外标准，故没有相应的国际标准、国外标准可采用。

本标准达到国内先进水平。

五、与国内相关标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律法

规和强制性国家标准的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

八、其他

本标准不涉及专利。由于本标准首次制定，没有特殊要求。

团体标准起草组

2024 年 11 月
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